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(57) Die Erfindung betrifft einen opto-elektroni- 
schen Sensor mit in einem Gehause angeordneten opti- 
schen und elektronischen Bauteilen sowie ein 
Verfahren zur Herstellung solcher Sensoren, bei dem 
sowohl das Gehause als auch die optischen Bauteile 
aus einer einhettlichen Kunststoffmasse gebildet sind, 
welche die elektronischen Bauteile einbettend 
umschlieBt. 
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erfolgen kann. Die Positionierung der Platine im Spritz- 
bzw. GieBwerkzeug kann auf vorteilhafte Weise durch 
in der Platine vorgesehene Posttionierungsbohrungen 
und damit zusammenwirkende Positionierungszapfen 
im Spritz- bzw. GieBwerkzeug vereinfacht werden. 5 
[0013] Von besonderem Vorteil ist es, wenn zur 
gleichzeitigen Herstellung einer Mehrzahl von Senso- 
ren mehrere, miteinander verbundene, jeweils einem 
Sensor zugeordnete Platinen in einem einzigen Verfah- 
rensschritt mit Kunstst off masse umspritzt Oder umgos- 10 
sen werden. Das Spritz- bzw. GieBwerkzeug muB in 
diesem Fall dann eine entsprechende Anzahl von Kavi- 
taten zur Herstellung der Sensoren aufweisen. 
[0014] Im AnschluB an die genannte gleichzeitige 
Herstellung mehrerer Sensoren kOnnen diese Senso- 15 
ren entweder auBerhalb des Spritz- oder GieBwerk- 
zeugs oder innerhalb dieses Werkzeugs vereinzelt 
werden, wobei im letztgenannten Fall die Vereinzelung 
bevorzugt mittels eines Stanzvorgangs erfblgt. 
[0015] Werterebevorzugte AusfOhrungsfbrmen sind 20 
in den Unteranspruchen angegeben. 
[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
Beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 
beschrieben; diese zeigen: 

25 

Fig. i einen Schnitt durch einen erfindungs- 

gemaBen Sensor und 

Fig. 2a«c drei Verfahrensschritte bei der gleichzeiti- 
gen Herstellung mehrerer Sensoren. 30 

[0017] Fig. 1 zeigt einen Sensor 1 mit einer fiachi- 
gen, sich senkrecht zur Zeichenebene erstreckenden 
Platine 2, auf der elektronische Bauelemente angeord- 
net sind. Von diesen elektronischen Bauelementen sind 35 
in Fig. 1 aus Grunden der Obersichtlichkert lediglich ein 
Uchtsender 3 sowie ein U'chtempfanger 4 gezeichnet. 
Weitere elektronische Bauteile finden sich ebenfalls auf 
der Platine 2, sind jedoch in Fig. 1 nicht dargestellt 
[001 8] Zwischen Uchtsender 3 und Uchtempfanger ao 
4 erstreckt sich senkrecht zur Platine 2 eine optisch 
undurchlagsige Trennplatte 11, welche Uchtsender 3 
und Uchtempfanger 4 optisch voneinander entkoppett. 
[001 9] An einer Schmalseite 5 der Platine 2 ist eine 
Buchse 6 vorgesehen, Ober welche der Sensor 1 mit 45 
Versorgungs-, Steuer- und/oder Datenleitungen koppel- 
bar ist. Alternativ k6nrrte die Buchse 6 beispielsweise 
auch an der UrrterseHe der Platine 2 vorgesehen sein. 
[0020] Platine 2. Uchtsender 3, Uchtempfdnger 4, 
Buchse 6 und Trennplatte 1 1 sind mit einer lichtdurch- so 
lassigen Kunststoff masse 7 umspritzt, wobei diese 
Kunststoffrnasse 7 sowohl das Gehause des Sensors 1 
als auch die oberhafb des Uchtsenders 3 angeordnete 
Sendeoptik 8 und die oberhalb des Uchtempfangers 4 
angeordnete Empfangsoptik 9 bildet. 55 
[0021 ] Aus der Darstellung gemaB Fig. 1 wird deut- 
lich, daB die Kunststoffrnasse 7 unmittelbar an Ucht- 
sender 3 und Uchtempfanger 4 anschlieGt, woraus sich 



die vorstehend eriauterten Vorteile ergeben. 
[0022] Fig. 2a zeigt ein - oftmals als "Nutzen" 
bezeichnetes - fiachiges Element 10. welches eine Viel- 
zahl von Platinen 2 umfaBt. In Fig. 2a sind beispielhaft 
lediglich drei Platinen 2 gezeichnet. Jede Platine 2 tragt 
alle elektronischen Bauteile, die zur Realisierung eines 
einzelnen Sensors n6tig sind. 

[0023] Die einzelnen Platinen 2 sind im fiachigen 
Element 10 uber dunne Stege 12 gehalten, so daB zwi- 
schen dem fiachigen Element 10 und den Platinen 2 ein 
Luftspalt 13 ausgebildet ist, welcher sich bis auf gering- 
fugige Unterbrechungen durch die Stege 12 fast uber 
den vollstandigen Umfang der jeweiligen Platinen 2 
erstreckt. Dieser Luftspalt 13 macht ein fast vollstandi- 
ges Umspritzen bzw. UmgieGen der Platinen 2 mdglich. 
[0024] Die Platinen 2 sind somrt uber die Stege 12 
und das Element 10 miteinander innerhalb einer 
gemeinsamen Ebene verbunden und relativ zueinander 
unveranderlich justiert. 

[0025] Zur gleichzeitigen Herstellung mehrerer 
erfindungsgemaBer Sensoren wird das Element 10 in 
ein das gesamte Element 10 umschlieBendes Spritz- 
bzw. GieBwerkzeug eingelegt, wobei letzteres eine 
Anzahl von Kavitaten aufweist, die der Anzahl der her- 
zustellenden Sensoren entspricht. Jede Kavitat besrizt 
die Negatrvform eines herzustellenden Sensors ein- 
schlieBlich der Negativform der zu bildenden optischen 
Bauteile. 

[0026] Durch einen einzigen Spritzvorgang werden 
samtfiche Platinen 2 des Elements 10 mrt Kunststoff- 
rnasse umspritzt bzw. umgossen, wodurch die Gehause 
und optischen Bauelemente alter herzustellenden Sen- 
soren gleichzeitig geschaffen werden. 
[0027] Bevorzugt ist es, wenn ein etwaiger, nach 
dem Spritz- bzw. GieBvorgang auftretender Schwund 
der Kunststoffrnasse bereits bei Artfertigung der Spritz- 
bzw. GieBwerkzeuge berucksichtigt wird, so daB die 
Sensoren und insbesondere deren optischen Bauteile 
letztlich die jeweils gewunschten Abmessungen aufwei- 
sen. 

[0028] Nach dem Spritz- bzw. GieBvorgang ist auf 
dem Element 10 die gewOnschte Anzahl von Sensoren 
1 vorhanden, deren Gehause, Sendeoptiken 8 und 
Empfengsoptiken 9 aus Kunststoffrnasse 7 gebildet 
sind. 

[0029] Im AnschiuB an den Spritz- bzw. GieBvor- 
gang k8nnen die einzelnen Sensoren 1 mittels eines 
geeigneten Arbeitsschritts voneinander vereinzelt wer- 
den, wie dies in Fig. 2c dargestellt ist. 

Bezuoszeichenliste 

[0030] 

1 Sensor 

2 Platine 

3 Uchtsender 

4 Uchtempfdnger 
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